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(57) Rezumat:

Inventia se refera la o ambaza-suport pentru asam-
blarea dispozitivelor de tip senzor de gaz care functio-
neaza prin transmisie de semnal. Ambaza, conform
inventiei, este alcatuita dintr-o placa (1) cu rol de suport
pentru un circuitimprimat avand pe ambele fete cate un
strat metalic (2, 3), stratul (2) pe care se monteaza
senzorul avand patru structuri de interconectare (7),
constituite din paduri auxiliare (8), utilizate pentru
sudura firelor de conexiune atagate la padurile de sem-
nal ale structurii de senzor cu undé acustica de supra-
fata, care sunt amplasate decalat fatd de padurile de
transfer (9), astfel Incat distanta dintre liniile tangente la
circumferinta padului auxiliar (8) si circumferinta unei
gauri metalizate (11) sa fie G > 0, conditie necesara
pentru a asigura n jurul padului auxiliar (8) un spatiu
suficient pentru manevrarea unor pipete ceramice
traversate de fire din aur sau alt metal, ce urmeaza a fi
sudate pe suprafata acestui pad folosind echipamente
de sudura prin termo-compresie, chiar daca marginile Fig. 3
structurii senzorului s-ar apropia foarte mult de

circumferintele gaurilor metalizate (11).
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Ambazi-suport pentru asamblarea dispozitivelor de tip senzor, component a
platformei senzitive pentru detectia gazelor

DESCRIERE

In domeniul componentelor electronice, ambazele sunt structuri mecanice compuse din componente realizate din
materiale dielectrice de calitate, cu p erderi reduse in gama frecventelor de functionare, in combinatie cu
componente realizate din metal sau alia e metalice cu conductivitate ele trica ridicatad. Rolul ambazei ste de a
asigura suportul mecanic pentru asamblarea componentelor, dispozitivelor sau circuitelor electronice, precum si
toate conexiunile electrice necesare intre acestea si circuitele exterioare, prin intermediul terminalelor metalice
cu care este prevazutd ambaza.

Inventia se referd la un model de ambaza-suport care poate fi utilizatd pentru asamblarea structurilor de senzori
pentru diverse specii de gaz, care functioneaza prin transmisia semnalului.

Ambazele metalice utilizate in prezent pentru asamblarea circuitelor integrate hibrid sau monolitic, de exemplu
Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., sunt de regula confectionate dintr-o
placa din otel aliat, cu un grad mare de rezistenta la coroziune si neutru din punct de vedere chimic. In placa de
otel sunt asamblate terminale metalice, dintre care unul sau mai multe sunt inserate direct in corpul metalic al
ambazei, pentru conexiuni la masa, iar celelalte terminale sunt izolate electric de ambaza metalica, deoarece sunt
utilizate pentru transmisia semnalelor electrice. Terminalele izolate sunt sustinute mecanic de elemente izolatoare
de mici dimensiuni realizate din sticla cu coeficientul de dilatare liniard comparabil cu al materialului ambazei,
pentru ca ansamblul s suporte variatii mari de temperatura fara a se deteriora.

In aplicatiile care presupun asamblarea pe o ambaza metalica din tipul descris mai sus al componentelor care au
terminale de conexiune realizate prin tehnologia straturilor subtiri (paduri) Error! Reference source not found.,
conexiunile dintre aceste paduri si terminalele metalice ale ambazelor se efectueaza exclusiv manual, folosind
fire metalice cu diametru redus care sunt lipite cu paste adezive conductoare, atat la padurile structurii de senzor
cat si laterminalele ambazei. Se observa c&, din punct de vedere tehnologic, utilizarea ambazelor metalice prezinta
unele dezavanta e:

e modelele de ambazd metalicd sunt convenabile doar pentru montarea unor configuratii de senzori cu
dimensiuni standardizate si limitate;

e forma si pozitionarea terminalelor metalice ale ambazelor metalice nu permit conectarea directa a firelor
din aur (sau alt metal) intre padurile senzorului si terminalele ambazei, prin folosirea echipamentelor
tehnologice specializate, ci doar manual, proces laborios si cu randament limitat, ceea ce creste mult
costurile pentru efectuarea acestor operatiuni.

Problema tehnica pe care urmareste si o rezolva inventia consta in crearea unei ambaze-suport necesard pentru
asamblarea flexibila si eficienta a dispozitivelor de tip senzor cu unda acusticad de suprafatd pentru a fi integrate
intr-o platforma senzitiva pentru detectia gazelor.

Conform inventiei, configuratia propusd pentru ambaza-suport realizatd prin tehnici specifice circuitelor
imprimate permite adaptarea tehnologiilor performante la asamblarea pe acest model de ambaza a oricarei
structuri de senzori cu unda acusticd de suprafatd, a altor componente si circuite electronice prin utilizarea
echipamentelor moderne de sudura a firelor din aur (sau alt metal) pentru conexiunile dintre padurile
componentelor si padurile ambazei-suport.

Avanta ele inventiei in raport cu stadiul actual al tehnicii constau in:

o flexibilitate in aplicatii, deoarece permite realizarea unor ambaze-suport cu configuratii i dimensiuni
adaptate dispozitivelor asamblate, chiar daca acestea nu sunt nestandardizate;

e permite folosirea tehnologiilor moderne si cu randament superior pentru asamblarea dispozitivelor si
circuitelor electronice, astfel incat conexiunile dintre padurile componentelor asamblate pe ambaza-suport
Aﬂpadurlle acestei ambaze pot fi efectuate integral cu masini specializate de lipire prin termo-compresie,
EP naés;@urand o uniformitate foarte buna a procesului si reducerea costurilor de fabricatigrcerse 4z «/_ >

3 ?j =
8 GUAN “.'3‘1" %‘&ag\ 1
\

~Eo, &




RO 134794 Q&

In continuare este descris un exemplu de realizare a inventiei privind ambaza-suport pentru asamblarea
dispozitivelor de tip s nzor cu functionare prin transmisia semnalului, T legéturd cu Figura 1 - Figura 3 care
reprezinti:

Figura 1: Succesiunea straturilor de materiale dielectrice si conductoare din structura circuitului imprimat utilizat
ca ambaza-suport (Notd: aceste structuri nu sunt reprezentate prin configuratiile lor reale si nici la scara).

Figura 2: Configurarea structurilor metalice si a stratului din lac izolator aflate pe fata circuitului imprimat pe
care se asambleazi structura de senzor: (a) definirea structurilor de interconectare; (b) elementele care alcatuiesc
o structurd de interconectare; (c) tipuri de ferestre deschise in stratul de lac izolator; (d) alcatuirea grupului de
ferestre deschise deasupra unei structuri de interconectare; (e) pozitiile relative intre padurile unei structuri de
interconectare si ferestrele deschise deasupra acestora.

Figura 3: Configurarea structurilor metalice si a stratului din lac izolator aflate pe fata circuitului imprimat opusa
celei pe care se asambleazi structura de senzor: (a) definirea planului de masa si a padurilor suport; (b) alcétuirea
unui pad suport; (c) vedere 1n perspectiva a elementelor metalice care formeaza o conexiune de semnal; (d) vedere
in perspectivé a elementelor metalice care compun conexiunea la masa.

asamblarea senzorilor de gaz care functioneazd prin transmisia semnalului si sunt realizati pe materiale
piezoelectrice, corpul ambazei-suport realizat conform inventiei este constituit dintr-un circuit imprimat a carui
structurd generica este alcatuita din straturi dielectrice sau izolatoare si folii metalice conductoare electric a caror
succesiune spatiala este prezentata in Figura 1, fiecare strat avand un rol functional specific:

(1) placa din material dielectric avand rolul de suport mecanic al circuitului imprimat;
(2) strat metalic din folie de cupru configurat pe fata circuitului imprimat pe care se asambleaza senzorul;

(3) strat metalic din folie de cupru configurat pe fata circuitului imprimat opusa celei pe care se asambleazi
senzorul;

(4) strat de lac izolator (solder mask) depus deasupra stratului metalic (2);
(5) strat de lac izolator (solder mask) depus deasupra stratului metalic (3);

(6) gaurd metalizatd care traverseaza placa (1) din material dielectric pentru a conecta elemente definite in
straturile metalice (2) si (3) ale circuitului imprimat.

Configuratia stratului metalic (2) din folie de cupru este alcatuita din patru structuri de interconectare (7) identice
ca alcatuire dar pozitionate diferit pe ambaza (Figura 2.a). Fiecare structura de interconectare (7) este constituita
dintr-un pad auxiliar (8) necesar pentru sudura prin termocompresie a unui fir din aur (sau alt metal) care este
conectat si la padul cel mai apropiat aflat pe structura de senzor SAW, un pad de transfer (9) si traseul metalic
(10) care conecteaza intre ele padurile (8) si (9) (Figura 2.b). In centrul fiecarui pad de transfer (9) se afla o gaura
metalizata (11) care are rol dublu: (i) conecteazi padul de transfer (9) cu o structura asociata definita in stratul
metalic (3) si (ii) permite asamblarea prin lipire cu aliaj cu temperatura joasa de topire a unui terminal metalic de
forma cilindrica ce va raméne in pozitie fixa dupa solidificarea aliajului. Padurile (8) si (9) sunt amplasate decalat,
astfel incat distanta intre liniile tangente la circumferinta padului auxiliar (8) si circumferinta gaurii metalizate
(11) sa fie G > 0, conditie necesara pentru a se asigura in jurul padului auxiliar (8) un spatiu suficient pentru
manevrarea pipetelor ceramice ce sunt traversate de firele din aur (sau alt metal) care sunt sudate pe suprafata
acestui pad folosind echipamente de sudura prin termo-compresie, chiar dacd dimensiunile structurii senzorului
fac ca marginile acestuia sa se apropie foarte mult de circumferinta gaurii metalizate (11).

Stratul metalic (2) din folie de cupru este acoperit selectiv cu stratul de lac izolator (4) in care raman expuse (fara
depunere de lac izolator), urmatoarele doua tipuri de elemente (Figura 2.¢):

o Fereastra singulara (12) care este utilizata exclusiv pentru marcarea terminalului ambazei conectat la planul
de masa definit in stratul metalic (3) din folie de cupru.

o Patru grupuri (13) de cate doua ferestre (14) si (15) (Figura 2.d), fiecare grup fiind amplasat deasupra unei
structuri de interconectare (7) cu fereastrele (14) deschise complet deasupra padurilor auxiliare (8), pentru
\cﬁs?ﬁrftfé!a suprafa‘;a a acestora s fie disponibild pentru sudura firelor din aur (sau alt metal) care le

!/;» conecteazég \padurile structurii de senzor SAW, iar ferestrele (15) sunt deschise in po
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padurile de transfer (9), pentru ca intre liniile tangente la circumferintele gaurii metalizate (11) si a ferestrei

(15) sa existe distanta D > 0 (Figura 2.e).
Stratul metalic (3) din folie de cupru acopera suprafata ambazei-suport cu exceptia a trei zone in care sunt definite
padurile suport (16) (Figura 3.a). Fiecare ansamblu pad suport (16) este constituit dintr-un pad de semnal (17) de
forma circulara care este izolat de planul de masa (3) prin inelul de garda (18) in interiorul caruia folia de cupru
a fost corodata in procesul de fabricatie a circuitului imprimat al ambazei-suport (Figura 3.b). Fiecare pad de
semnal (16) este conectat electric, prin intermediul unei gduri metalizate (11), cu padul de transfer (9) asociat care
este definit In stratul metalic (2) din folie de cupru (Figura 3.c). Gaura metalizata (11), reprezentati in Figura 3.a
ca element singular, conecteaza planul de masa (3) al ambazei-suport cu padul de transfer (9) corespunzator din
stratul metalic (2) din folie de cupru (Figura 3.d).

Stratul metalic (3) din folie de cupru este acoperit selectiv cu stratul de lac izolator (5) in care raiman expuse (fara
depunere de lac izolator) patru ferestre circulare (19) (Figura 3.e) care au diametre egale si sunt amplasate
concentric cu cele patru gauri metalizate (11) din ambaza-suport.

Conditia D > 0 privind pozitionarea ferestrelor (15) deasupra padurilor de transfer (9) este impusa de faptul ca
aliajul cu temperatura joasa de topire folosit pentru asamblarea terminalelor metalice atagsate ambazei-suport se
extinde, in stare topitd, atat in interiorul ferestrelor (15) deschise peste padurile de transfer (9), pe toatd
circumferinta terminalelor metalice, cat si pe suprafetele metalice aflate sub ferestrele circulare (19). Meniscurile
pe care le formeaza aliajul peste padurile (9) si (16) le asigura acestora, dupa racire si solidificare, o rezistenta
mecanica superioara la actiunea fortelor care actioneaza asupra lor la introducerea sau extragered ambazei-suport
in si din soclurile sau circuitele de masura. In cazul in care D = 0, este posibil ca aliajul cu temperatura joasa de
topire si nu se mai poata extinde deasupra padului de transfer (9) pe toatd circumferinta terminalului metalic,
ceea ce reduce rezistenfa mecanica a ansamblului de paduri si, implicit, fiabilitatea ambazei-suport.
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Revendicari

1. Ambaza-suport pentru asamblarea dispozitivelor de tip senzor caracterizati prin aceea ci
padurile auxiliare (8) utilizate pentru sudura firelor de conexiune atasate la padurile de semnal ale
structurii de senzor cu unda acusticd de suprafatd sunt amplasate decalat fatd de padurile de
transfer (9), astfel incét distanta intre liniile tangente la circumferinta padului auxiliar (8) si
circumferinta gaurii metalizate (11) sa fie G > 0 (Figura 2.b), conditie necesara pentru a se asigura
in jurul padului auxiliar (8) un spatiu suficient pentru manevrarea pipetelor ceramice ce sunt
traversate de firele din aur (sau alt metal) care urmeaza si fie sudate pe suprafata acestui pad
folosind echipamente de sudura prin termo-compresie, chiar daca marginile structurii senzorului
s-ar apropia foarte mult de circumferintele gaurilor metalizate (11).

2. Ambazi-suport pentru asamblarea dispozitivelor de tip senzor, conform revendicérii 1,
caracterizati prin aceea cd, in stratul de lac izolator (4) sunt prevdzute grupurile (13)
(Figura 2.c) de céte doua ferestre (14) si (15) (Figura 2.d) amplasate deasupra celor doud paduri
din structura de interconectare (7), astfel incat stratul de lac izolator (4) dintre ferestrele (14) si
(15) acopera traseul metalic (10), pentru a impiedica extinderea, peste traseul metalic (10) si padul
auxiliar (8), a aliajului cu care sunt lipite terminalele metalice ale ambazei-suport in gaurile
metalizate (11) care sunt asociate padurilor de transfer (9).

LS

Ambaza-suport pentru asamblarea dispozitivelor de tip senzor, conform revendicarilor 1 si 2,
caracterizatd prin aceea ca a fost prevazuta distanta D > 0 intre liniile tangente la circumferinta
gaurii metalizate (11) si, respectiv, circumferinta ferestrei (15) (Figura2.e), pentru a permite
distribuirea, pe toatd circumferinta padurilor de transfer (9), a aliajului folosit pentru lipirea
terminalelor metalice asamblate in gaurile metalizate (11) ale ambazei-suport, asigurdnd o
rezistentd mecanicd superioara atat combinatiilor de paduri (9) si (16) (Figura 3.c) cét si intre
padul de transfer (9) si planul de masa (3) (Figura 3.d), la actiunea fortelor care actioneaza asupra
acestora in cazul introducerii sau extragerii ambazei in si din soclurile sau circuitele de masura.

4. Ambazi-suport pentru asamblarea dispozitivelor de tip senzor, conform revendicarilor 1 — 3,
caracterizata prin aceea ci, prin acoperirea partiald si excentricd a padurilor de transfer (9) de
catre fereastra (15) definitd in stratul de lac izolator (4) (Figura 3.1.¢), se extinde zona de circuit
imprimat peste care este permisd asamblarea structurilor de senzor, ca parte din padurile de
transfer (9), fara ca acestea sa atinga totusi portiunile din padurile de transfer (9) care nu sunt
protejate cu lac izolator.
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